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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Modul mit einem 
Schaltungsträger und mit einem darauf montierten 
elektrooptischen Wandler für das Ein- und Auskop-
peln optischer Strahlung, die über eine optische Fa-
ser zugeführt oder abgeführt wird. Ferner betrifft die 
Erfindung ein Verfahren zur Herstellung eines geeig-
neten elektrooptischen Wandlers und eines entspre-
chenden Moduls. Unter elektrooptischem Wandler 
wird in diesem Zusammenhang sowohl ein optoelek-
tronischer als auch ein elektrooptischer Wandler ver-
standen.

Stand der Technik

[0002] Solche Module mit Schaltungsträger und 
elektrooptischem Wandler sind bspw. aus der DE 198 
04 031 A1, der DE 197 18 950 A1 sowie der US 
5,329,604 A bekannt.
[0003] Derartige Module mit elektrooptischem 
Wandler haben aufgrund von Übergangskonstruktio-
nen von der optischen Faser zu entsprechenden op-
toelektronischen oder elektrooptischen Wandlern 
und zu dem Schaltungsträger einen großen Raumbe-
darf, zumal die Höhe der Aufbauten auf dem Schal-
tungsträger im Bereich der Übergangskonstruktionen 
die Höhen der übrigen elektronischen Bauteile des 
Moduls in Form von integrierten Schaltungen erheb-
lich übersteigt. Derartige Module sind nicht nur volu-
minös, sondern auch unhandlich. Sie sind somit einer 
erhöhten Gefahr ausgesetzt, dass das Modul sowohl 
im optoelektronischen Ankopplungsbereich als auch 
im elektrooptischen Auskopplungsbereich bei Monta-
ge, Wartung und/oder beim Auswechseln beschädigt 
werden kann.

Aufgabenstellung

[0004] Aufgabe der Erfindung ist es, ein Modul an-
zugeben, das mit höherer Sicherheit vor Beschädi-
gungen gehandhabt werden kann.
[0005] Gelöst wird diese Aufgabe mit dem Gegen-
stand der unabhängigen Ansprüche. Vorteilhafte 
Weiterbildungen der Erfindung ergeben sich aus den 
abhängigen Ansprüchen.
[0006] Erfindungsgemäß wird ein Modul mit einem 
Schaltungsträger und mit einem darauf montierten 
elektrooptischen Wandler angegeben. Der elektroop-
tische Wandler besteht aus einem Lichtwellenleiter 
und aus einem an diesen Halter angepassten optoe-
lektronischen Bauteil. Der Lichtwellenleiter weist eine 
Lichtwellenleiteraufnahme auf, die Lichtwellenleiter, 
Infrarotleiter, UV-Leiter und andere optische Fasern 
aufnehmen kann. Ferner weist der Lichtwellenleiter-
halter eine Montagefläche auf einer Randseite auf. 
Mit dieser Montagefläche kann der Lichtwellenleiter-
halter direkt auf dem Schaltungsträger montiert wer-
den. Somit wird das optoelektronische Bauteil weder 
durch das Einbringen einer optischen Faser in die 

Lichtwellenleiteraufnahme noch durch ein Verlegen 
der optischen Faser innerhalb eines Gerätes mecha-
nisch belastet oder dejustiert.
[0007] Das optoelektronische Bauteil hat einen op-
tisch aktiven Bereich auf einer aktiven Oberseite ei-
nes Halbleiterchips und weist ein Gehäuse auf mit ei-
ner Gehäuseaußenrandseite in Verlängerung der 
Montagefläche. Auf dieser Gehäuseaußenrandseite 
ist wenigstens eine Kontaktfläche zur elektrischen 
Verbindung des Halbleiterchips mit dem Schaltungs-
träger angeordnet. Das optoelektronische Bauteil ist 
mit seinem optisch aktiven Bereich auf einer Stirnsei-
te des Lichtwellenleiterhalters derart angeordnet, 
dass die Lichtwellenleiteraufnahme und der optisch 
aktive Bereich zueinander ausgerichtet sind. Diese 
Ausrichtung wird nach der Aufnahme eines Lichtwel-
lenleiters oder in Form einer optischen Faser in der 
Lichtwellenleiteraufnahme in keiner Weise mecha-
nisch belastet. Somit ist die optische Ausrichtung des 
optisch aktiven Bereichs auf die Lichtwellenleiterauf-
nahme auch bei größter Belastung durch unsachge-
mäße Handhabung nicht gefährdet und bleibt erhal-
ten.
[0008] Die Montagefläche, mit welcher der Lichtwel-
lenhalter direkt auf dem Schaltungsträger montiert 
ist, ist rechtwinklig zu der Stirnseite des Lichtwellen-
leiterhalter angeordnet. Durch das Vorsehen einer 
derartigen Montagefläche für den elektrooptischen 
Wandler, wird dieser elektrooptische Wandler zu ei-
nem oberflächenmontierten Bauteil des Moduls, wo-
mit der Vorteil verbunden ist, dass die Modulbauhöhe 
minimiert wird. Ein weiterer Vorteil liegt darin, dass 
nun die Montage des elektrooptischen Wandler auf 
dem Schaltungsträger kompatibel mit der Montage 
von oberflächenmontierten weiteren elektronischen 
Bauteilen zur Komplettierung des Moduls ist. Somit 
kann für sämtliche auf den Schaltungsträger aufzu-
bringende Komponenten des Moduls die gleiche 
Montagetechnologie eingesetzt werden, was die 
Montagekosten für das erfindungsgemäße Modul mi-
nimiert.
[0009] Eine hohe mechanische Genauigkeit zwi-
schen Lichtwellenleiteraufnahme und optisch akti-
vem Bereich des optoelektronischen Bauteils ist 
selbst bei Singlemodeanwendungen gewährleistet. 
Einerseits ist trotz minimierter Höhe die Lichtwellen-
leiteraufnahme großflächig in dem Lichtwellenleiter-
halter angeordnet und andererseits kann das optoe-
lektronische Bauteil großflächig mit seinem Gehäuse 
auf der Stirnseite des Lichtwellenleiterhalters noch 
vor einem Auflöten der Montagefläche auf dem 
Schaltungsträger ausgerichtet und justiert werden 
kann.
[0010] Zur lötfesten Verbindung zwischen der Stirn-
seite des Lichtwellenleiterhalters und dem Gehäuse 
des optoelektronischen Bauteils kann eine hochtem-
peraturfeste UV-Klebung oder Schweißung auf ein 
vorher aufgeklebtes Adapterzwischenstück einge-
setzt werden. Darüber hinaus gewährleistet die direkt 
auf dem Schaltungsträger montierte Montagefläche 
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des Lichtwellenleiterhalters eine ausreichende Stabi-
lität während der weiteren Oberflächenmontage be-
ziehungsweise der weiteren Lötprozesse zur Ober-
flächenmontage der übrigen elektronischen Bauteile. 
Auch Beschleunigungsprozesse bei weiteren Monta-
ge- und Bestückungsprozessen übersteht diese Ver-
bindung zwischen Lichtwellenleiterhalter und Schal-
tungsträger völlig unbeschadet. Damit ist die Gefahr 
von Beschädigungen durch Handhabung verringert.
[0011] Weiterhin ist es vorgesehen, dass das Modul 
an einem Moduleingang einen optoelektronischen 
Wandler und an einem Modulausgang einen elektro-
optischen Wandler aufweist. Ein derartiger optoelek-
tronischer Wandler kann einen Halbleiterchip mit ei-
ner Photodiode oder einem Phototransistor aufwei-
sen, während der elektrooptische Wandler mit einem 
Halbleiterchip bestückt ist, der eine Leuchtdiode oder 
eine Laserdiode aufweist. Zwischen Eingang und 
Ausgang sind auf dem Schaltungsträger weitere 
elektronische Bauteile mit Halbleiterchips, die inte-
grierte Schaltungen aufweisen, angeordnet. So kann 
in vorteilhafter Weise der Laserchip in dem elektroop-
tischen Wandler im Ausgang von einem Treiber-IC 
auf dem Schaltungsträger direkt angesteuert werden. 
Außerdem kann auf der Eingangsseite eine Photodi-
ode im optoelektronischen Wandler des Eingangs mit 
einem TIA-Chip auf dem Schaltungsträger zusam-
menwirken. Derartige Treiber-ICs und TIA-Chips 
können in einem Gehäuse auf dem gleichen Gehäu-
sesubstrat montiert sein.
[0012] Weiterhin ist es vorgesehen, dass das opto-
elektronische Bauteil einen Halbleiterchip aufweist, 
der auf seiner aktiven Oberseite mit Innenabschnit-
ten von Flachleitern verbunden ist. Eine derartige auf 
Flachleiterrahmen basierende Bauteilkonstruktion ei-
nes optoelektronischen Bauteils hat den Vorteil, dass 
eine in der Massenfertigung bewährte Technik ein-
setzbar ist. Für die vorliegende Erfindung ist es je-
doch entscheidend, dass Außenabschnitte der 
Flachleiter einseitig an einem einzelnen Gehäuseau-
ßenrand angeordnet sind, um die erfindungsgemäße 
Anordnung von Kontaktflächen in Verlängerung der 
Montagefläche zu realisieren.
[0013] Eine weitere Möglichkeit besteht darin, an-
stelle der Flachleiter eine Umverdrahtungsplatte mit 
Umverdrahtungsleitungen vorzusehen, wobei die 
Umverdrahtungsplatte den aktiven optischen Bereich 
des Halbleiterchips frei lässt. Für die randseitig zu-
gängliche Kontaktfläche können angeschnittene 
Durchkontakte der Umverdrahtungsplatte eingesetzt 
werden, so dass eine zuverlässige Kontaktierung des 
optoelektronischen Bauteils auf einer der Außen-
randseiten des Gehäuses gewährleistet ist. Derartige 
Kontaktflächen können durch ein Lotdepot oder 
durch Anbringen von Außenkontakten in Form von 
Lotbällen verstärkt werden, so dass eine sichere Ver-
bindung zu Leitungen des Schaltungsträgers möglich 
wird.
[0014] Die preiswerteste Lösung zur Realisierung 
eines Schaltungsträger ist eine Leiterplatte. Für 

hochwertige insbesondere Hochfrequenzanwendun-
gen sind mehrlagige Keramiksubstrate als Schal-
tungsträger eines erfindungsgemäßen Moduls mit 
elektrooptischen Wandler von Vorteil. Darüber hinaus 
ist es auch möglich, eine flexible mehrlagige Leiter-
bahnfolie als Schaltungsträger zu verwenden, da 
eine zuverlässige Funktion des erfindungsgemäßen 
elektrooptischen Wandlers nicht von der Stabilität 
und Steifigkeit des Schaltungsträgers abhängt.
[0015] Weiterhin kann der Lichtwellenleiterhalter 
zwei Bereiche aufweisen, wobei der erste Bereich 
eine Hülse mit einer Verriegelungs- und Entriege-
lungsvorrichtung zur Aufnahme des Lichtwellenlei-
ters aufweist und der zweite Bereich ein formstabiles 
Teil mit der Stirnseite und der Montagefläche bildet. 
Bei einer Hülse aus Kunststoff für den ersten Bereich 
wird in vorteilhafterweise auch der zweite Bereich 
aus einem Kunststoff gebildet. Dieser zweite Kunst-
stoffbereich ist mit formstabilisierenden Füllstoffen 
derart gefüllt, dass sich beim Erwärmen die Ausrich-
tung der Stirnseite, gegenüber der Montagefläche 
nicht ändert. Die Stirnseite kann darüber hinaus, ins-
besondere wenn die Auflagefläche der Montageflä-
che auf dem Schaltungsträger nicht ausreichend sta-
bil oder nicht ausreichend groß genug erscheint, ein 
mechanisches Stützelement aufweisen, das eine Art 
Knotenblech zwischen Stirnseite des Lichtwellenlei-
terhalters und Oberseite des Schaltungsträgers bil-
det. Ein derartiges mechanisches Stützelement kann 
auch in Form von Versteifungsrippen unmittelbar auf 
der Stirnseite angeordnet sein, so dass der Lichtwel-
lenleiterhalter und die Stützrippen einstöckig in ei-
nem Druckgussschritt hergestellt werden können.
[0016] Ein Verfahren zur Herstellung eines elektro-
optischen Wandlers weist folgende Verfahrensschrit-
te auf. Zunächst wird ein Lichtwellenleiterhalter mit 
einer Stirnseite unter Einformen einer Lichtwellenlei-
teraufnahme in Richtung auf die Stirnseite und unter 
Anformen einer Montagefläche auf einer Randseite 
rechtwinklig zu der Stirnseite druckgegossen. Pas-
send für die Stirnseite des Lichtwellenleiterhalters 
wird ein optoelektronisches Bauteil hergestellt. Dazu 
wird ein Halbleiterchip mit einem optisch aktiven Be-
reich auf eine Umverdrahtungsstruktur aus Flachlei-
tern oder aus einer Umverdrahtungsplatte mit Um-
verdrahtungsleitungen aufgebracht.
[0017] Dabei wird berücksichtigt, dass die Flachlei-
ter von vornherein Dicken aufweisen, die beim Aus-
stanzen der Flachleiter aus einem Flachleiterrahmen 
automatisch die erfindungsgemäßen einseitigen 
Kontaktflächen liefern können. Umverdrahtungslei-
tungen, die auf einer Isolierplatte liegen, sind hinge-
gen derart dünne Strukturen dass ein Durchtrennen 
der Umverdrahtungsleitungen in Randbereichen kei-
ne zuverlässigen Kontaktflächen liefern. Deshalb ist 
es vorgesehen, auf dem Rand der durchzutrennen-
den Umverdrahtungsplatte Durchkontakte anzuord-
nen, die beim Abschneiden oder Durchtrennen der 
Umverdrahtungsplatte größere Kontaktflächen im 
Randbereich bilden.
3/10



DE 103 10 616 B3 2004.09.09
[0018] Nach dem Aufbringen eines Halbleiterchips 
auf die Flachleiter beziehungsweise die Umverdrah-
tungsleitungen wird der optoelektronische Bereich 
über Leiterbahnen mit den Flachleitern oder den Um-
verdrahtungsleitungen verbunden. Dieses Verbinden 
kann durch Auflöten, durch Bonden oder durch Auf-
bringen eines Leitklebstoffs erfolgen.
[0019] Für die Ausbildung von Kontaktflächen, die 
nur einseitig auf einer Randseite auftreten sollen, 
können durchaus herkömmliche Flachleiterrahmen 
eingesetzt werden, wobei die an den übrigen Rän-
dern austretenden Flachleiter abgetrennt und nicht 
beschaltet werden. Genauso kann dazu eine Flip-
chiptechnik eingesetzt werden. Abschließend wer-
den zur Vollendung des optoelektronischen Bauteils 
der Halbleiterchip und die Innenabschnitte der Flach-
leiter beziehungsweise der Umverdrahtungsleitun-
gen einer Umverdrahtungsplatte oder Flipchip-Kon-
takte in einem Gehäuse unter Freilassen der Kontakt-
flächen und eventuell auch der optisch aktiven Flä-
che verpackt. Dabei hängt das Verpacken des op-
tisch aktiven Bereichs des Halbleiterchips davon ab, 
ob für die entsprechende Betriebswellenlänge des 
Lichtwellenleiter das Verpackungsmaterial transpa-
rent ist.
[0020] Anschließend wird das optoelektronische 
Bauteil auf die Stirnseite des Lichtwellenleiterhalters 
unter Ausrichten der Kontaktfläche in Verlängerung 
der Montagefläche und unter Ausrichten und Justie-
ren der Lichtwellenleiteraufnahme zu dem optisch 
aktiven Bereich des Halbleiterchips aufgebracht. Die 
Stabilität kann mittels hochtemperaturfestem Kleb-
stoff weiter erhöht werden. Dazu kann ein UV-Kleb-
stoff eingesetzt werden, der nach seinem Aushärten 
eine höhere Zersetzungstemperatur aufweist als die 
zum Anlöten des elektrooptischen Wandler auf den 
Schaltungsträger erforderliche Löttemperatur, so 
dass selbst beim Löten dieses Moduls auf eine über-
geordnete Schaltungsplatine ein erneutes Auf-
schmelzen der Lötverbindung belanglos ist und die 
Position des ausgerichteten optoelektronischen Bau-
teils gegenüber dem Lichtwellenleiterhalter bei den 
nachfolgenden Lötvorgängen unverändert bleibt.
[0021] Die Leiterbahnen des Halbleiterchips des op-
toelektronischen Bauteils können mit den Flachlei-
tern oder den Umverdrahtungsleitungen mittels 
Bondtechnik über Bonddrähte elektrisch verbunden 
werden. Dieses Bondverfahren ist vielseitig einsetz-
bar, jedoch sind die Bonddrahtverbindungen gegenü-
ber thermischen Spannungen, wie sie zwischen ei-
nem Kunststoffgehäuse und einem Halbleiterchip 
auftreten, empfindlich. Zur Vermeidung von Bondver-
bindungen kann der Halbleiterchip auf Innenab-
schnitte der Flachleiter eines Flachleiterrahmens mit 
einem Leitkleber geklebt werden oder auch gelötet 
werden, wenn der Halbleiterchip über entsprechende 
Außenkontakte, wie Flip-Chip-Kontakte oder erhabe-
ne Flächenkontakte verfügt.
[0022] Ein Verfahren zum Herstellen eines Moduls, 
nachdem ein wie oben erläuterter elektrooptischer 

Wandler hergestellt worden ist, weist zusätzlich fol-
gende Verfahrensschritte auf. Der elektrooptische 
Wandler wird mit seiner Montagefläche auf einen 
Randbereich des Schaltungsträgers aufgeklebt oder 
aufgelötet und anschließend werden die Kontaktflä-
chen des elektrooptischen Wandlers mit entspre-
chenden Schaltungsträgerleitungen durch Löten 
oder durch einen Leitkleber verbunden. Für das Auf-
kleben des elektrooptischen Wandlers auf den Schal-
tungsträger kann wiederum ein hochtemperaturfester 
Klebstoff zur Erhöhung der Stabilität eingesetzt wer-
den, so dass selbst beim Löten dieses Moduls auf 
eine übergeordnete Leiterplatte ein erneutes Auf-
schmelzen der Lötverbindung belanglos ist. Durch 
das vorgezogene hochtemperaturfeste Aufkleben 
des elektrooptischen Wandlers wird nämlich die Lage 
des elektrooptischen Wandlers beim anschließenden 
Löten nicht mehr geändert.
[0023] Soll die Montagefläche auf den Schaltungs-
träger aufgelötet werden, so wird vorzugsweise ein 
Diffusionslötprozess eingesetzt, bei dem sich inter-
metallische Phasen bilden, so dass diese diffusions-
gelötete Fügung thermisch stabiler ist als die an-
schließende Weichlotfügung für das Verbinden der 
Kontaktflächen des elektrooptischen Wandlers mit 
den Schaltungsträgerleitungen. Anstelle eines Anlö-
tens der Kontaktflächen an die Schaltungsträgerlei-
tungen kann jedoch auch eine Verbindung über einen 
Leitkleber erfolgen, der bei geringeren Temperaturen 
als ein Lötvorgang vernetzt und eine elektrische Ver-
bindung sicherstellt.
[0024] Neben den obenerwähnten Möglichkeiten, 
das optoelektronische Bauteil mit einseitigen Kon-
taktflächen durch Flachleiter oder durch Umverdrah-
tungsleitungen und/oder durch angeschnittene Um-
verdrahtungsplatten mit Durchkontakten zu realisie-
ren, ist auch der Einsatz von VQFN-Gehäusen mit di-
rekt an der Gehäusekante liegenden Anschlussflä-
chen oder durch ein BGA-Gehäuse mit direkt am Ge-
häuserand liegenden Balls als Gehäuse für das opto-
elektronische Bauteil einsetzbar.
[0025] Die benötigte Lotmenge kann über entspre-
chende Auslegung der Kontaktfläche sowohl auf dem 
Schaltungsträger als auch durch zusätzlich auf die 
Kontaktflächen aufgebrachtes Lot sichergestellt wer-
den, wie es durch Aufbringen von Balls auf VQFN-, 
TSLP- oder TCCN-Gehäusen realisierbar ist.

Ausführungsbeispiel

[0026] Die Erfindung wird nun mit Bezug auf die bei-
liegenden Figuren näher erläutert.
[0027] Fig. 1 zeigt eine Prinzipskizze eines Moduls 
mit Schaltungsträger und elektrooptischem Wandler 
einer ersten Ausführungsform der Erfindung,
[0028] Fig. 2 zeigt ein Detail der Prinzipskizze ge-
mäß Fig. 1,
[0029] Fig. 3 zeigt eine Prinzipskizze eines Moduls 
mit Schaltungsträger und elektrooptischem Wandler 
gemäß einer zweiten Ausführungsform der Erfin-
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dung.
[0030] Fig. 1 zeigt eine Prinzipskizze eines Moduls 
1 mit einem Schaltungsträger 2 und einem elektroop-
tischen Wandler 3 einer ersten Ausführungsform der 
Erfindung. Auf dem Schaltungsträger 2 ist der elek-
trooptische Wandler 3 an einem Eingang oder einem 
Ausgang des Moduls 1 angeordnet. Der Schaltungs-
träger 2 weist auf seiner Oberseite 33 und seiner Un-
terseite 34 Schaltungsträgerleitungen 28 und elektro-
nische Bauteile 20, 29, 31 und 32 des Moduls 1 auf. 
Diese elektronischen Bauteile 20, 29, 31 oder 32 sind 
teilweise mit dem Optokoppler 3 über die Schaltungs-
trägerleitungen 28 elektrisch verbunden.
[0031] Der elektrooptische Wandler 3 weist einen 
Lichtwellenleiterhalter 4 mit einer Lichtwellenleiter-
aufnahme 5 auf, in die ein hier nicht gezeigter Licht-
wellenleiter, eine Glasfaser oder ein Glasfaserarray 
oder ein anderer Lichtwellenleiter mit entsprechen-
dem Steuerelement eingesteckt werden kann.
[0032] Der Lichtwellenleiterhalter 4 hat eine Stirn-
seite 15 und eine Montagefläche 6, welche recht-
winklig zueinander angeordnet sind. Die Stirnseite 15
ist orthogonal zur Lichtwellenleiteraufnahme 5 ange-
ordnet und mit Hilfe der Montagefläche 6 im wesent-
lichen rechtwinklig zu der Oberseite 33 des Schal-
tungsträgers 2 ausgerichtet und montiert.
[0033] Auf der Stirnseite 15 ist ein optoelektroni-
sches Bauteil 8 mit seinem Gehäuse 12 angeordnet. 
Das hier gezeigte optoelektronische Bauteil 8 weist in 
seinem Zentrum einen Halbleiterchip 11 auf, der ei-
nen optisch aktiven Bereich 9 hat, welcher zu der 
Lichtwellenleiteraufnahme 5 des Lichtwellenleiterhal-
ter 4 ausgerichtet ist. Dieser optisch aktive Bereich 9
wird von einer Photodiode gebildet, wobei die Rück-
seite 37 der Photodiode den Bonddraht 26 aufweist 
und die aktive Oberseite 10 der Photodiode von einer 
Ringelektrode umgeben ist, die mit einem entspre-
chenden Innenabschnitt eines Flachleiters 21 ver-
bunden ist.
[0034] Bonddraht 26 und Innenabschnitte von 
Flachleitern 21 bilden interne Verbindungen des op-
toelektronischen Bauteils 8 und sind mit äußeren 
Kontaktflächen 14 verbunden. Die äußeren Kontakt-
flächen 14 sind einseitig auf einer einzelnen Gehäu-
serandseite 13 des Gehäuses 12 des optoelektroni-
schen Bauteils 8 angeordnet. Diese Gehäuseaußen-
randseite 13 bildet eine Verlängerung der Montage-
fläche 6 des Lichtwellenleiterhalter 4 derart, dass die 
Kontaktflächen 14 zu der Oberseite 33 des Schal-
tungsträgers 2 ausgerichtet sind und über Lötverbin-
dungen 39 mit Schaltungsträgerleitungen 28 verbun-
den sind.
[0035] Kräfte, die auf den Strahlungsleiterhalter 4
einwirken werden über die Montagefläche 6 auf den 
Schaltungsträger 2 übertragen. Damit ist das auf der 
Stirnseite 15 angeordnete optoelektronische Bauteil 
8, sowie die Lötverbindungen 39 weitgehend entlas-
tet, so daß eine optoelektronische Kopplung und eine 
elektrische Übertragung von Signalen innerhalb des 
elektrooptischen Wandlers 3 bzw. außerhalb des 

elektrooptischen Wandlers weder verzerrt noch ge-
stört werden.
[0036] Fig. 2 zeigt ein Detail der Prinzipskizze ge-
mäß Fig. 1. Dieses Detail zeigt im Prinzip den elek-
trooptischen Wandler 3, mit dem Lichtwellenleiterhal-
ter 4, der zwei Bereiche 22 und 23 aufweist. Der erste 
Bereich 22 stellt die Lichtwellenleiteraufnahme 5 be-
reit, wobei zum Befestigen einer hier nicht gezeigten 
optischen Faser die Lichtwellenleiteraufnahme 5 von 
einer mit einem Ring 35 verstärkten Hülse umgeben 
ist.
[0037] Der zweite Bereich 23 des Lichtwellenleiter-
halters 4 umfasst die Stirnfläche 15 mit der senkrecht 
dazu angeordneten Montagefläche 6, die über z. B. 
eine UV-Klebstoffschicht 36 im Randbereich 27 des 
Schaltungsträgers 2 montiert ist. Der Halbleiterchip 
11 in Form z. B. einer Photodiode weist im Zentrum 
seiner aktiven Oberseite 10 den optisch aktiven Be-
reich 9 auf. Der optische Zugang ist durch ein Loch 
im Flachleiter gewährleistet. Weiter kann der elektro-
optische Wandler auf einem optisch transparenten 
Schaltungsträger montiert sein, der wiederum auf 
dem Flachleiter montiert ist. Die Rückseite 37 des 
Halbleiterchips 11 bildet die Kathode der Photodiode 
und ist über den Bonddraht 26 mit einem Innenab-
schnitt eines Flachleiters 38 verbunden. Dieser 
Flachleiter 38 hat eine Kontaktfläche 14 auf der Ge-
häuseaußenrandseite 13 des Gehäuses 12 des opto-
elektronischen Bauteils B. Die Kontaktfläche 14 ist 
über eine Lötverbindung 39 mit der Schaltungsträ-
gerleitung 28 elektrisch verbunden. Die Schaltungs-
trägerleitung 28 ist von einer Lötstopplackschicht 40
auf der Oberseite 33 des Schaltungsträgers 2 be-
deckt und geschützt.
[0038] Fig. 3 zeigt eine Prinzipskizze eines Moduls 
100 mit Schaltungsträger 2 und elektrooptischem 
Wandler 30 gemäß einer zweiten Ausführungsform 
der Erfindung. Komponenten mit gleichen Funktio-
nen wie in den Fig. 1 und 2 werden mit gleichen Be-
zugszeichen gekennzeichnet und nicht extra erörtert.
[0039] Ein Unterschied der zweiten Ausführungs-
form gemäß Fig. 3 gegenüber der ersten Ausfüh-
rungsform der Erfindung gemäß Fig. 1 besteht darin, 
dass der Lichtwellenleiterhalter 4 ein Stützelement 
25 in Form einer Stützrippe aufweist. Dieses Stütze-
lement 25 ist paarweise auf beiden Außenseiten der 
Stirnseite 15 des Lichtwellenleiterhalters 4 angeord-
net und zwischen den beiden Stützrippen 25 ist das 
optoelektronische Bauteil 8 auf der Stirnseite 15 jus-
tiert und fixiert.
[0040] Der gesamte Lichtwellenleiterhalter 4 wird 
mit Stützrippen einstöckig in einem Druckgusspro-
zess hergestellt. Danach kann der elektrooptische 
Wandler 30 durch Aufbringen und Justieren des op-
toelektronischen Bauteils 8 auf der Stirnfläche 15 des 
Lichtwellenleiterhalters 4 vollendet werden. Anschlie-
ßend wird noch vor dem Auflöten der elektronischen 
Bauteile 20, 29, 31 und 32 und dem Lötverbinden von 
Kontaktflächen 14 mit den Schaltungsträgerleitungen 
28 der Lichtwellenleiterhalter 4 auf dem Randbereich 
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27 des Schaltungsträgers 2 mittels UV-härtbarem 
Klebstoff mit seiner Montagefläche 6 aufgeklebt. 
Dann werden die elektronischen Bauteile 20, 29, 31
und 32 und die Kontaktflächen 14 mit den Schal-
tungsträgerleitungen 28 zusammengelötet. Abschlie-
ßend wird die hier nicht gezeigte optische Faser in 
die Lichtwellenleiteraufnahme 5 eingeführt und die 
Hülse 24 an die optische Faser angeschlossen.
[0041] Der Lichtwellenleiterhalter 4 kann auch so 
ausgeführt werden, dass er lötbare Oberflächen auf-
weist und so direkt gemeinsam mit den Anschlüssen 
des elektrooptischen Wandler 3 großflächig auf die 
Platine aufgelötet wird. In einer weiteren Ausfüh-
rungsform können Stifte mit angespritzt sein, die in 
einer Durchstecktechnik ebenfalls auf die Platine ge-
lötet oder auf ihr vernietet werden.

Patentansprüche

1.  Modul mit einem Schaltungsträger (1) und mit 
einem darauf montierten elektrooptischen Wandler 
(3), wobei der elektrooptische Wandler (3) folgende 
Merkmale aufweist:  
– einen Lichtwellenleiterhalter (4) mit  
– einer Lichtwellenleiteraufnahme (5) und  
– einer Montagefläche (6) auf einer Randseite des 
Lichtwellenleiterhalters (4),  
– ein optoelektronisches Bauteil (8) mit  
– einem optisch aktiven Bereich (9) auf einer aktiven 
Oberseite (10) eines Halbleiterchips (11) und  
– einem Gehäuse (12) insbesondere aus Kunststoff 
mit einer Gehäuseaußenrandseite (13) in Verlänge-
rung der Montagefläche (6) auf der mindestens eine 
Kontaktfläche (14) zur elektrischen Verbindung des 
Halbleiterchips (11) mit dem Schaltungsträger (2) an-
geordnet ist,  
wobei das optoelektronische Bauteil (8) mit seinem 
optisch aktiven Bereich (9) auf einer Stirnseite (15) 
des Lichtwellenleiterhalters (4) derart angeordnet ist, 
daß die Lichtwellenleiteraufnahme (5) und der op-
tisch aktive Bereich (9) zueinander ausgerichtet sind, 
und wobei die Montagefläche (6) im wesentlichen 
rechtwinklig zu der Stirnseite (15) auf dem Schal-
tungsträger (2) montiert ist,  
dadurch gekennzeichnet, dass  
das optoelektronische Bauteil (8) mindestens einen 
Halbleiterchip (11) aufweist, der auf seiner aktiven 
Oberseite (10) mit Innenabschnitten von Flachleitern 
(21) verbunden ist, wobei Außenabschnitte der 
Flachleiter (21) einseitig an einem einzelnen Gehäu-
seaußenrand (13) angeordnet sind und die randseitig 
zugängliche Kontaktfläche (14) aufweisen.

2.  Modul nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Modul (1) an einem Moduleingang 
einen optoelektronischen Wandler und an einem Mo-
dulausgang einen elektrooptischen Wandler auf-
weist.

3.  Modul nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Schaltungsträger (2) mit we-
nigstens einem elektronischen Bauteil (20, 29, 31, 
32) mit Halbleiterchip (11), der eine integrierte Schal-
tung aufweist, bestückt ist.

4.  Modul nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das optoe-
lektronische Bauteil (8) einen Halbleiterchip (11) auf-
weist, der auf seiner aktiven Oberseite (10) unter 
Freilassung des optisch aktiven Bereichs (9) eine 
Umverdrahtungsplatte aufweist, wobei angeschnitte-
ne Durchkontakte der Umverdrahtungsplatte an ei-
nem einzelnen Gehäuseaußenrand (13) angeordnet 
sind und die randseitig zugängliche Kontaktflächen 
(14) aufweisen.

5.  Modul nach einem der vorhergehenden An-

Bezugszeichenliste

1 Modul der ersten Ausführungsform
2 Schaltungsträger
3 elektrooptischer Wandler der ersten Ausfüh-

rungsform
4 Lichtwellenleiterhalter
5 Lichtwellenleiteraufnahme
6 Montagefläche
8 optoelektronisches Bauteil
9 optisch aktiver Bereich
10 aktive Oberseite
11 Halbleiterchip
12 Gehäuse
13 Gehäuseaußenrandseite
14 Kontaktfläche
15 Stirnseite
20 elektronisches Bauteil
21 Flachleiter
22 erster Bereich des Lichtwellenleiterhalters
23 zweiter Bereich des Lichtwellenleiterhalters
24 Hülse
25 Stützelement
26 Bonddraht
27 Randbereich des Schaltungsträgers
28 Schaltungsträgerleitung
29 elektronisches Bauteil
30 elektrooptischer Wandler der zweiten Aus-

führungs
form

31 elektronisches Bauteil
32 elektronisches Bauteil
33 Oberseite des Schaltungsträgers
34 Unterseite des Schaltungsträgers
35 Ringverstärkung
36 UV-Klebstoff
37 Rückseite
38 Flachleiter
39 Lötverbindung
40 Lötstopplackschicht
100 Modul der zweiten Ausführungsform
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sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Kontakt-
fläche (14) ein Lotdepot oder einen Außenkontakt 
aufweist.

6.  Modul nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Schal-
tungsträger (2) eine Leiterplatte, ein mehrlagiges Ke-
ramiksubstrat oder eine flexible mehrlagige Leiter-
bahnfolie aufweist.

7.  Modul nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das optoe-
lektronische Bauteil (8) als Halbleiterchip (11) eine 
Laserdiode, eine Leuchtdiode, eine Photodiode oder 
einen Phototransistor oder weitere Halbleiterchips 
wie Treiber, TIA, MUX, DEMUX aufweist.

8.  Modul nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Strah-
lungsleiterhalter (4) ein an der Stirnseite (15) ange-
ordnetes mechanisches Stützelement aufweist.

9.  Elektrooptischer Wandler eines Moduls (1) ge-
mäß einem der Ansprüche 1 bis 8.

10.  Verfahren zur Herstellung eines elektroopti-
schen Wandlers (3), das folgende Verfahrensschritte 
aufweist:  
– Druckgießen eines Lichtwellenleiterhalters (4) mit 
einer Stirnseite (15) unter  
– Einformen einer Lichtwellenleiteraufnahme (5) zu 
der Stirnseite (15) hin und  
– Anformen einer Montagefläche (6) auf einer Rand-
seite des Lichtwellenleiterhalters (4) rechtwinklig zu 
der Stirnseite (15),  
– Herstellen eines optoelektronischen Bauteils (8) 
unter  
– Aufbringen mindestens eines Halbleiterchips (11) 
mit einem optisch aktiven Bereich (9) auf eine Umver-
drahtungsstruktur aus Flachleitern (21) oder aus ei-
ner Umverdrahtungsplatte mit Umverdrahtungslei-
tungen,  
– Verbinden des optoelektronischen Bauteils (8) über 
Leiterbahnen mit den Flachleitern (21) oder Umver-
drahtungsleitungen,  
– Ausbilden wenigstens einer auf einer Gehäuseau-
ßenrandseite (13) angeordneten Kontaktfläche (14) 
eines Flachleiters (21) oder einer Umverdrahtungs-
leitung und  
– Verpacken des optoelektronischen Bauteils (8) in 
einem Gehäuse (12) unter Freilassen der Kontaktflä-
che (14),  
– Aufbringen des optoelektronischen Bauteils (8) auf 
die Stirnseite (15) des Strahlungsleiterhalters (4) un-
ter  
– Ausrichten der Kontaktfläche (14) in Verlängerung 
der Montagefläche (6) und  
– Ausrichten der Lichtwellenleiteraufnahme (5) zu 
dem optisch aktiven Bereich (9).

11.  Verfahren nach Anspruch 10 dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Leiterbahnen des Halbleiter-
chips (11) mit den Flachleitern (21) oder den Umver-
drahtungsleitungen mittels Bondtechnik elektrisch 
über Bonddrähte verbunden werden.

12.  Verfahren nach Anspruch 10 oder Anspruch 
11 dadurch gekennzeichnet, dass der Halbleiterchip 
(11) auf Innenabschnitte von Flachleitern (21) eines 
Flachleiterrahmens geklebt oder gelötet wird.

13.  Verfahren nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche 10 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass 
das optoelektronische Bauteil (8) auf die Stirnseite 
(15) des Lichtwellenleiterhalters (4) geklebt wird.

14.  Verfahren zum Herstellen eines Moduls (1) 
mit einem Schaltungsträger (2) und einem elektroop-
tischen Wandler (3), der gemäß dem Verfahren nach 
einem der Ansprüche 12 bis 15 hergestellt wird, wo-
bei anschließend folgende Verfahrenschritte durch-
geführt werden:  
– Aufkleben oder Auflöten der Montageseite (6) des 
elektrooptischen Wandlers (3) auf einen Randbereich 
(27) des Schaltungsträgers (2), und  
– Verbinden der Kontaktfläche (14) des elektroopti-
schen Wandlers (3) mit einer Schaltungsträgerleitung 
(28).

15.  Verfahren nach einem der Ansprüche 10 bis 
14 dadurch gekennzeichnet, dass die Kontaktfläche 
(14) an eine Schaltungsträgerleitung (28) gelötet 
oder mit einem Leitkleber geklebt wird.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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